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DESCRIPCION
Sistema y método para procesar dispositivos de procesamiento de muestras
Campo

La presente descripcion se refiere a sistemas y métodos para usar dispositivos giratorios de procesamiento de
muestras para, por ejemplo, amplificar materiales genéticos, etc.

Antecedentes

Muchas reacciones quimicas, bioquimicas y de otro tipo son sensibles a las variaciones de temperatura. Los
ejemplos de métodos térmicos en el area de la amplificacién genética incluyen, pero no se limitan a, la reaccion en
cadena de la polimerasa (RCP, PCR por sus siglas en inglés), la secuenciacién de Sanger, etc. Una estrategia para
reducir el tiempo y el coste del procesamiento térmico de multiples muestras es utilizar un dispositivo que incluya
multiples camaras en las que se pueden procesar simultdneamente diferentes partes de una muestra o muestras
diferentes. Los ejemplos de algunas reacciones que pueden requerir un control preciso de la temperatura de camara
a camara, velocidades de transicion de temperatura comparables y/o transiciones rapidas entre temperaturas
incluyen, por ejemplo, la manipulacion de muestras de acido nucleico para ayudar a descifrar el codigo genético. Las
técnicas de manipulacién de acido nucleico incluyen métodos de amplificacion tales como la reaccion en cadena de
la polimerasa (RCP); métodos de amplificacion de polinucledtidos diana tales como la replicacion de secuencia
autosostenida (3SR) y la amplificacion de desplazamiento de cadena (ADC, SDA por sus siglas en inglés); métodos
basados en la amplificacion de una sefial unida al polinucleétido diana, tal como la amplificacion de ADN de "cadena
ramificada"; métodos basados en la amplificacién de la sonda de ADN, tal como la reaccién en cadena de la ligasa
(RCL, LCR por sus siglas en inglés) y la amplificacién de la replicasa QB (QBR); métodos basados en la
transcripcion, tales como la transcripcién activada por ligadura (TAL, LAT por sus siglas en inglés) y la amplificacion
basada en la secuencia de acido nucleico (ABSAN, NASBA por sus siglas en inglés); y otros diversos métodos de
amplificacion, tales como la reaccion en cadena de reparacion (RCR) y la reaccion de sonda ciclica (RSC, CPR por
sus siglas en inglés). Otros ejemplos de técnicas de manipulacion de acido nucleico incluyen, por ejemplo,
secuenciacion de Sanger, ensayos de union a ligando, etc.

Algunos sistemas utilizados para procesar dispositivos giratorios de procesamiento de muestras se describen en la
patente de EE.UU. n.° 6.889.468 titulada MODULAR SYSTEMS AND METHODS FOR USING SAMPLE
PROCESSING DEVICES vy la patente de EE.UU. n.° 6.734.401 titulada ENHANCED SAMPLE PROCESSING
DEVICES SYSTEMS AND METHODS (Bedingham y col).

Un sistema, segun el preambulo de la reivindicacion 1, para procesar dispositivos de procesamiento de muestras, se
desvela en el documento JP 2009 216395 A.

Sumario

Las realizaciones de la presente descripcion proporcionan un sistema para procesar dispositivos de procesamiento
de muestras segun la reivindicacion 1. El sistema incluye una placa base acoplada operativamente a un sistema de
accionamiento y que tiene una primera superficie, en la que el sistema de accionamiento gira la placa base alrededor
de un eje de rotacion, y en la que el eje de rotacion define un eje z. El sistema incluye ademas una cubierta
adaptada para colocarse frente a la primera superficie de la placa base. La cubierta incluye una primera proyeccion.
El sistema incluye ademas una carcasa que comprende una parte moévil con respecto a la placa base entre una
posicion abierta en la que la cubierta no esta acoplada a la placa base y una posicion cerrada en la que la cubierta
esta acoplada a la placa base. La parte incluye una segunda proyeccién. La primera proyeccién y la segunda
proyeccion estan adaptadas para acoplarse juntas cuando la parte esta en la posicion abierta y desacoplarse entre
si cuando la parte esta en la posicion cerrada, de modo que la cubierta pueda girar con la placa base alrededor del
eje de rotacion cuando la parte esta en la posicion cerrada y cuando la cubierta esta acoplada a la placa base. El
sistema incluye ademas un dispositivo de procesamiento de muestras que comprende al menos una camara de
método y esta adaptado para colocarse entre la placa base y la cubierta. El dispositivo de procesamiento de muestra
puede girar con la placa base alrededor del eje de rotacion cuando el dispositivo de procesamiento de muestras esta
acoplado a la placa base. El sistema comprende ademas al menos un primer elemento magnético acoplado
operativamente a la placa base, y al menos un segundo elemento magnético acoplado operativamente a la cubierta,
configurado el al menos un primer elemento magnético para atraer al menos un segundo elemento magnético para
forzar la cubierta en una primera direccion a lo largo del eje z.

Las realizaciones de la presente descripcion proporcionan un método para procesar dispositivos de procesamiento
de muestras segun la reivindicacion 12. EI método incluye proporcionar una placa base acoplada operativamente a
un sistema de accionamiento y que tiene una primera superficie, proporcionar una cubierta adaptada para colocarse
frente a la primera superficie de la placa base, y proporcionar una carcasa. La carcasa incluye una parte mévil con
respecto a la placa base entre una posicidon abierta en la que la cubierta no esta acoplada a la placa base y una
posicion cerrada en la que la cubierta esta acoplada a la placa base.
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El método comprende adicionalmente colocar un dispositivo de procesamiento de muestras en la placa base. El
dispositivo de procesamiento de muestras incluye al menos una camara de proceso. El método incluye
adicionalmente acoplar la cubierta a la porcion de la carcasa cuando la porcidon de la carcasa esta en la posicion
abierta, y mover la porcion de la carcasa desde la posicion abierta a la posicion cerrada. El método incluye
adicionalmente acoplar la cubierta a la placa base al menos parcialmente en respuesta a mover la porcion de la
carcasa desde la posicion abierta a la posicion cerrada. EI método incluye ademas girar la placa base alrededor de
un eje de rotacion, en el que el eje de rotacion define un eje z. EI método incluye proporcionar al menos un primer
elemento magnético acoplado operativamente a la placa base, y proporcionar al menos un segundo elemento
magnético acoplado operativamente a la cubierta, en el que acoplar la cubierta a la placa base incluye acoplar el al
menos un primer elemento magnético y el al menos un segundo elemento magnético.

Otras caracteristicas y aspectos de la presente descripcidon seran evidentes al considerar la descripcion detallada y
los dibujos adjuntos.

Breve descripcion de los dibujos

La figura 1 es una vista en perspectiva despiezada de un conjunto segun una realizacion de la presente descripcion,
incluyendo el sistema una cubierta, un dispositivo de procesamiento de muestras y una placa base.

La figura 2 es una vista transversal en perspectiva ensamblada del sistema de la figura 1.

La figura 3 es una vista en perspectiva de un sistema segun una realizacion de la presente descripcion, incluyendo el
sistema el conjunto de las figuras 1-2, el sistema se muestra en una posicién abierta.

La figura 4 es una vista en perspectiva del sistema de la figura 3, el sistema se muestra en una posicién
parcialmente abierta.

La figura 5 es una vista transversal en primer plano lateral del sistema de las figuras 3-4, el sistema se muestra en
una primera posicion.

La figura 6 es una vista transversal en primer plano lateral del sistema de las figuras 3-5, el sistema se muestra en
una segunda posicion.

La figura 7 es una vista transversal en primer plano lateral del sistema de las figuras 3-6, el sistema se muestra en
una tercera posicion.

Descripcion detallada

Antes de explicar en detalle cualquier realizacién de la presente descripcion, debe entenderse que la invencion no
esta limitada en su aplicacién a los detalles de construccion y la disposicion de los componentes establecidos en la
siguiente descripcién o ilustrados en los siguientes dibujos. La invencion es capaz de otras realizaciones y de ser
practicada o llevada a cabo de diversas maneras. Ademas, debe entenderse que la fraseologia y la terminologia
utilizadas en esta invencion tienen fines descriptivos y no deben considerarse como limitantes. El uso de "que
incluye", "que comprende" o "que tiene" y sus variaciones en esta invencion pretende abarcar los elementos
enumerados a continuacion y sus equivalentes, asi como elementos adicionales. A menos que se especifique 0 se
limite otra cosa, los términos "conectado" y "acoplado” y sus variaciones se usan ampliamente y abarcan conexiones
y acoplamientos tanto directos como indirectos. Ademas, "conectado" y "acoplado" no estan restringidos a
conexiones o acoplamientos fisicos 0 mecanicos. Debe entenderse que se pueden utilizar otras realizaciones, y se
pueden hacer cambios estructurales o logicos sin apartarse del alcance de la presente descripcion. Ademas,
términos tales como "delantero", "trasero", "superior”, "inferior" y similares solamente se utilizan para describir los
elementos que se relacionan entre si, pero no pretenden de ninguna manera enumerar orientaciones especificas del
aparato, indicar o insinuar orientaciones necesarias o requeridas del aparato, o especificar como la invencion
descrita en esta invencion se usara, montara, mostrara o colocara en uso.

La presente descripcion generalmente se refiere a sistemas y métodos para dispositivos de procesamiento de
muestras. Dichos sistemas pueden incluir medios para mantener, girar, controlar térmicamente y/o acceder a partes
de un dispositivo de procesamiento de muestras. Ademas, los sistemas y métodos de la presente descripcion
pueden proporcionar o facilitar la colocacion de un dispositivo de procesamiento de muestras en una ubicacién
deseada del sistema, por ejemplo, para realizar un ensayo de interés y/o retirar el dispositivo de procesamiento de
muestras del sistema, por ejemplo, cuando se completa un ensayo de interés. Ademas, los sistemas y métodos de la
presente descripcion pueden facilitar dicha colocacién o eliminacion de un dispositivo de procesamiento de muestras
sin la necesidad de herramientas o equipos adicionales.

En algunas realizaciones de sistemas y métodos de la presente descripcion, el sistema puede incluir un sistema de
compresion anular, que puede incluir un area abierta (por ejemplo, un area central abierta), de modo que el sistema
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de compresion anular pueda realizar y/o facilitar el deseado control térmico y funciones de rotacion para el
dispositivo de procesamiento de muestras, al tiempo que permite el acceso a al menos una parte del dispositivo de
procesamiento de muestras. Por ejemplo, algunos sistemas de la presente descripcién cubren una superficie
superior de un dispositivo de procesamiento de muestras para mantener el dispositivo de procesamiento de
muestras en una placa base giratoria y/o para controlar térmicamente y aislar partes del dispositivo de
procesamiento de muestras (por ejemplo, de uno a otro y/o el ambiente). Sin embargo, otros sistemas de la presente
descripcion (por ejemplo, los sistemas y métodos de compresiéon anular) pueden proporcionar las funciones de
posicionamiento y retencion deseadas, asi como las funciones de control térmico deseadas, al tiempo que permiten
que una parte del dispositivo de procesamiento de muestras se exponga a otros dispositivos o sistemas para los
cuales puede ser deseable tener acceso al dispositivo de procesamiento de muestras. Por ejemplo, en algunas
realizaciones, el suministro de muestra (por ejemplo, pipeteo manual o automatico) se puede lograr después de que
el dispositivo de procesamiento de muestras ya se haya colocado entre una cubierta anular y una placa base. A
modo de ejemplo adicional, en algunas realizaciones, una parte del dispositivo de procesamiento de muestras puede
ser opticamente accesible (por ejemplo, a la radiacion electromagnética), por ejemplo, lo que puede permitir un
direccionamiento laser mas eficiente del dispositivo de procesamiento de muestras, o que puede usarse para
interrogacion optica (por ejemplo, absorcion, reflectancia, fluorescencia, etc.). Dicho direccionamiento laser puede
usarse, por ejemplo, para la manipulacién de fluidos (por ejemplo, microfluidicos) de una muestra en el dispositivo de
procesamiento de muestras.

Ademas, en algunas realizaciones, los sistemas y métodos de compresion anular de la presente descripcion pueden
permitir un control de temperatura particular de diversas partes de un dispositivo de procesamiento de muestras. Por
ejemplo, el fluido (por ejemplo, aire) puede moverse sobre una superficie expuesta del dispositivo de procesamiento
de muestras en areas que se desean enfriar rapidamente, mientras que las areas que se desean calentar o
mantener a una temperatura deseada se pueden cubrir y aislar de otras partes del dispositivo de procesamiento de
muestras y/o del ambiente.

Ademas, en algunas realizaciones, los sistemas y métodos de la presente descripcion pueden permitir que una parte
del dispositivo de procesamiento de muestras se exponga para interactuar con otros dispositivos o equipos (por
ejemplo, externos o internos), tales como estaciones de trabajo robodticas, pipetas, instrumentos de interrogacion, y
similares, o combinaciones de los mismos.

De manera similar, los sistemas y métodos de la presente descripcion pueden proteger las partes deseadas del
dispositivo de procesamiento de muestras del contacto.

Como resultado, "acceder" al menos a una parte de un dispositivo de procesamiento de muestras puede referirse a
una diversidad de etapas de procesamiento y puede incluir, pero no se limita a, acceder fisica 0 mecanicamente al
dispositivo de procesamiento de muestras (por ejemplo, suministrar o recuperar una muestra mediante contacto
directo o indirecto, mover o manipular una muestra en el dispositivo de procesamiento de muestras mediante
contacto directo o indirecto, etc.); acceder 6pticamente al dispositivo de procesamiento de muestras (por ejemplo,
direccionamiento laser); acceder térmicamente al dispositivo de procesamiento de muestras (por ejemplo, calentar o
enfriar selectivamente una parte expuesta del dispositivo de procesamiento de muestras); y similares; y
combinaciones de los mismos.

La presente descripcidon proporciona métodos y sistemas para dispositivos de procesamiento de muestras que
pueden usarse en métodos que implican procesamiento térmico, por ejemplo, métodos quimicos sensibles tales
como la amplificacion de la reaccidon en cadena de la polimerasa (RCP), la amplificacion mediada por transcripcion
(AMT, TMA por sus siglas en inglés), amplificacion basada en la secuencia de acido nucleico (ABSAN), reaccion en
cadena de la ligasa (RCL), replicaciéon de secuencia autosostenida, estudios cinéticos enzimaticos, ensayos de union
de ligandos homogéneos y métodos bioquimicos u otros métodos mas complejos que requieren un control térmico
preciso y/o variaciones térmicas rapidas. Los sistemas de procesamiento de muestras son capaces de proporcionar
rotacién simultanea del dispositivo de procesamiento de muestras ademas de efectuar el control sobre la
temperatura de los materiales de muestra en las camaras de método en los dispositivos.

Algunos ejemplos de dispositivos de procesamiento de muestras adecuados que pueden usarse en relacion con los
métodos y sistemas de la presente descripcion pueden describirse, por ejemplo, en la publicacién de patente de
EE.UU. de cesion comun n.° 2007/0010007 titulada SAMPLE PROCESSING DEVICE COMPRESSION SYSTEMS
AND METHODS (Aysta y col.); la publicacién de patente de EE.UU. n.° 2007/0009391 titulada COMPLIANT
MICROFLUIDIC SAMPLE PROCESSING DISKS (Bedingham y col.); la publicacion de patente de EE.UU. n.°
2008/0050276 titulada MODULAR SAMPLE PROCESSING APPARATUS KITS AND MODULES (Bedingham y col.);
la patente de EE.UU. n.° 6.734.401 titulada ENHANCED SAMPLE PROCESSING DEVICES SYSTEMS AND
METHODS (Bedingham y col.) y la patente de EE.UU. n.° 7.026.168 titulada SAMPLE PROCESSING DEVICES
(Bedingham y col.). Se pueden encontrar otras construcciones de dispositivos utilizables en, por ejemplo, la patente
de EE.UU. n.° 7.435.933 (Bed- ingham y col.) titulada ENHANCED SAMPLE PROCESSING DEVICES, SYSTEMS
AND METHODS,; la solicitud de patente provisional de EE.UU. n.° de serie 60/237.151 depositada el 2 de octubre de
2000 vy titulada SAMPLE PROCESSING DEVICES, SYSTEMS AND METHODS (Bedingham y col.); y la patente de
EE.UU. n.° 6.814.935 titulada SAMPLE PROCESSING DEVICES AND CARRIERS (Harms y col.). Se pueden
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encontrar otras posibles construcciones de dispositivos en, por ejemplo, la patente de EE.UU. n.° 6.627.159 titulada
CENTRIFUGAL FILLING OF SAMPLE PROCESSING DEVICES (Bedingham y col.); la publicacion de patente PCT
n.° WO 2008/134470 titulada METHODS FOR NUCLEIC ACID AMPLIFICATION (Parthasarathy y col.); y la
publicacion de patente de EE.UU. n.° 2008/0152546 titulada ENHANCED SAMPLE PROCESSING DEVICES,
SYSTEMS AND METHODS (Bedingham y col.).

Algunas realizaciones de los sistemas de procesamiento de muestras de la presente descripcion pueden incluir
placas base unidas a un sistema de accionamiento de una manera que permita la rotacion de la placa base
alrededor de un eje de rotacion. Cuando un dispositivo de procesamiento de muestras esta asegurado a la placa
base, el dispositivo de procesamiento de muestras se puede girar con la placa base. La placa base puede incluir al
menos una estructura térmica que puede usarse para calentar partes del dispositivo de procesamiento de muestras
y también puede incluir una diversidad de otros componentes, por ejemplo, sensores de temperatura, calentadores
de resistencia, mddulos termoeléctricos, fuentes de luz, detectores de luz, transmisores, receptores, etc.

Otros elementos y caracteristicas de los sistemas y métodos de procesamiento de dispositivos de procesamiento de
muestras se pueden encontrar en la solicitud de patente n.°_ (expediente del mandatario n.° 65861US002),
depositada en la misma fecha.

Las figuras 1-2 ilustran un conjunto de procesamiento de muestras 50 que puede usarse en relacién con los
sistemas de procesamiento de muestras de la presente descripcion. Por ejemplo, los sistemas de la presente
descripcion pueden incluir el conjunto de procesamiento de muestras 50 o partes del mismo, y pueden incluir
también otros elementos. Las figuras 3-7 ilustran un sistema 100 segun una realizacion de la presente descripcion
que, a modo de ejemplo solamente, incluye el conjunto de procesamiento de muestras 50. Los elementos y
caracteristicas del conjunto de procesamiento de muestras 50 se describirdn primero a continuacion.

Como se muestra en las figuras 1-2, el conjunto 50 puede incluir una placa base 110 que gira alrededor de un eje de
rotacién 111. La placa base 110 también se puede unir a un sistema de accionamiento 120, por ejemplo, a través de
un eje 122. Sin embargo, se entendera que la placa base 110 puede estar acoplada al sistema de accionamiento
120 a través de cualquier disposicidon alternativa adecuada, por ejemplo, correas o una rueda motriz que opera
directamente en la placa base 110, etc.

Como se muestra en las figuras 1-2, el conjunto 50 puede incluir ademas un dispositivo de procesamiento de
muestras 150 y una cubierta anular 160 que se puede usar en relacion con la placa base 110, como se describira en
esta invencion. Los sistemas de la presente descripcion pueden no incluir realmente un dispositivo de procesamiento
de muestras ya que, en algunos casos, los dispositivos de procesamiento de muestras son dispositivos consumibles
que se utilizan para realizar una diversidad de pruebas, etc. y luego se desechan. Como resultado, los sistemas de
la presente descripcion pueden usarse con una diversidad de dispositivos de procesamiento de muestras diferentes.

Como se muestra en las figuras 1-2, la placa base representada 110 incluye una estructura térmica 130 que puede
incluir una superficie de transferencia térmica 132 expuesta en la superficie superior 112 de la placa base 110. Por
"expuesta" se entiende que la superficie de transferencia 132 de la estructura térmica 130 puede ser colocada en
contacto fisico con una parte de un dispositivo de procesamiento de muestras 150 de tal manera que la estructura
térmica 130 y el dispositivo de procesamiento de muestras 150 estan acoplados térmicamente para transferir
energia térmica por conduccion. En algunas realizaciones, la superficie de transferencia 132 de la estructura térmica
130 se puede ubicar directamente debajo de las partes seleccionadas de un dispositivo de procesamiento de
muestras 150 durante el procesamiento de muestras. Por ejemplo, en algunas realizaciones, las partes
seleccionadas del dispositivo de procesamiento de muestras 150 pueden incluir una 0 mas camaras de método,
tales como camaras de método térmicas 152. Las camaras de método pueden incluir las indicadas en, por ejemplo,
la patente de EE.UU. n.° 6.734.401 titulada ENHANCED SAMPLE PROCESSING DEVICES SYSTEMS AND
METHODS (Bedingham y col.). A modo de ejemplo adicional, el dispositivo de procesamiento de muestras 150
puede incluir diversas caracteristicas y elementos, tales como los descritos en la publicacion de patente de EE.UU.
n.° 2007/0009391 titulada COMPLIANT MICROFLUIDIC SAMPLE PROCESSING DISKS (Bedingham y col.).

Como resultado, solo a modo de ejemplo, el dispositivo de procesamiento de muestras 150 puede incluir uno o mas
pocillos de entrada y/u otras camaras (a veces denominadas camaras "no térmicas" o camaras de método "no
térmicas") 154 colocadas en comunicacion fluida con las camaras de método térmicas 152. Por ejemplo, en algunas
realizaciones, una muestra puede cargarse en el dispositivo de procesamiento de muestras 150 a través de los
pocillos de entrada 154 y luego puede moverse a través de canales (por ejemplo, canales microfluidicos) y/o
valvulas a otras camaras y/o en ultima instancia a las camaras de método térmicas 152.

En algunas realizaciones, como se muestra en las figuras 1-2, los pocillos de entrada 154 se pueden colocar entre
un centro 151 del dispositivo de procesamiento de muestras 150 y al menos una de las camaras de método térmicas
152. Ademas, la cubierta anular 160 se puede configurar para permitir el acceso a una parte del dispositivo de
procesamiento de muestras 150 que incluye el(los) pocillo(s) de entrada 154, de modo que se puede acceder a
el(los) pocillo(s) de entrada 154 cuando la cubierta 160 se coloca adyacente o acoplada al dispositivo de
procesamiento de muestras 150.
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Como se muestra en las figuras 1-2, la cubierta anular 160 puede, junto con la placa base 110, comprimir un
dispositivo de procesamiento de muestras 150 ubicado entre ellas, por ejemplo, para mejorar el acoplamiento
térmico entre la estructura térmica 130 en la placa base 110 y el dispositivo de procesamiento de muestras 150.
Ademas, la cubierta anular 160 puede funcionar para retener y/o mantener el dispositivo de procesamiento de
muestras 150 en la placa base 110, de modo que el dispositivo de procesamiento de muestras 150 y/o la cubierta
160 puedan girar con la placa base 110 a medida que gira alrededor del eje 111 por el sistema de accionamiento
120. El eje de rotacion 111 puede definir un eje z del conjunto 50.

Como se usa en esta invencion, el término "anular" o sus derivaciones pueden referirse a una estructura que tiene
un borde exterior y un borde interior, de modo que el borde interior define una abertura. Por ejemplo, una cubierta
anular puede tener una forma circular o redonda (por ejemplo, un anillo circular) o cualquier otra forma adecuada,
que incluye, pero no se limita a, triangular, rectangular, cuadrada, trapezoidal, poligonal, etc., o combinaciones de las
mismas. Ademas, un "anillo" de la presente invencidon no necesita ser necesariamente simétrico, sino que puede
tener una forma asimétrica o irregular; sin embargo, determinadas ventajas pueden ser posibles con formas
simétricas y/o circulares.

Las fuerzas de compresion desarrolladas entre la placa base 110 y la cubierta 160 se pueden lograr usando una
diversidad de diferentes estructuras o combinaciones de estructuras. Una estructura de compresion ejemplar
representada en las figuras 1-2 son elementos magnéticos 170 ubicados en (o al menos acoplados operativamente
a) la cubierta 160 y los elementos magnéticos correspondientes 172 ubicados en (o al menos acoplados
operativamente) a la placa base 110. La atraccion magnética entre los elementos magnéticos 170 y 172 puede
usarse para estirar la cubierta 160 y la placa base 110 una hacia la otra, comprimiendo, manteniendo y/o
deformando asi un dispositivo de procesamiento de muestras 150 ubicado entre ellas. Como resultado, los
elementos magnéticos 170 y 172 pueden configurarse para atraerse entre si para forzar la cubierta anular 160 en
una primera direcciéon D+ (véase la figura 1) a lo largo del eje z del conjunto 50, de modo que al menos una parte del
dispositivo de procesamiento de muestras 150 se hace entrar en contacto con la superficie de transferencia 132 de
la placa base 110.

Como se usa en esta invencién, un "elemento magnético" es una estructura o articulo que muestra o esta
influenciado por campos magnéticos. En algunas realizaciones, los campos magnéticos pueden ser de fuerza
suficiente para desarrollar la fuerza de compresion deseada que da como resultado el acoplamiento térmico entre un
dispositivo de procesamiento de muestras 150 y la estructura térmica 130 de la placa base 110 como se indica en
esta invencion. Los elementos magnéticos pueden incluir materiales magnéticos, es decir, materiales que muestran
un campo magnético permanente, materiales que son capaces de mostrar un campo magnético temporal y/o
materiales que estan influenciados por campos magnéticos permanentes o temporales.

Algunos ejemplos de materiales magnéticos potencialmente adecuados incluyen, por ejemplo, ferrita magnética o
"ferrita”, que es una sustancia que incluye 6xidos mixtos de hierro y uno o mas de otros metales, por ejemplo, ferrita
de cobalto nanocristalino. Sin embargo, se pueden usar otros materiales de ferrita. Otros materiales magnéticos que
se pueden usar en el conjunto 50 pueden incluir, pero no se limitan a, materiales magnéticos ceramicos y flexibles
hechos de 6xido ferroso de estroncio que se pueden combinar con una sustancia polimérica (tal como, por ejemplo,
plastico, caucho, etc.); NdFeB (este material magnético también puede incluir disprosio); boruro de neodimio; SmCo
(samario cobalto); y combinaciones de aluminio, niquel, cobalto, cobre, hierro, titanio, etc. asi como otros materiales.
Los materiales magnéticos también pueden incluir, por ejemplo, acero inoxidable, materiales paramagnéticos, u
otros materiales magnetizables que pueden hacerse lo suficientemente magnéticos al someter el material
magnetizable a un campo eléctrico o magnético suficiente.

En algunas realizaciones, los elementos magnéticos 170 y/o los elementos magnéticos 172 pueden incluir material
fuertemente ferromagnético para reducir la pérdida de magnetizacién con el tiempo, de modo que los elementos
magnéticos 170 y 172 pueden acoplarse con una fuerza magnética fiable, sin pérdida sustancial de esa fuerza a lo
largo del tiempo.

Ademas, en algunas realizaciones, los elementos magnéticos de la presente descripcion pueden incluir
electroimanes, en los que los campos magnéticos pueden activarse y desactivarse entre un primer estado magnético
y un segundo estado no magnético para activar campos magnéticos en diversas areas del conjunto 50 en
configuraciones deseadas cuando se desee.

En algunas realizaciones, los elementos magnéticos 170 y 172 pueden ser articulos discretos acoplados
operativamente a la cubierta 160 y la placa base 110, como se muestra en las figuras 1-2 (en las que los elementos
magnéticos 170 y 172 son articulos individuales de forma cilindrica). Sin embargo, en algunas realizaciones, la placa
base 110, la estructura térmica 130 y/o la cubierta 160 pueden incluir suficiente material magnético (por ejemplo,
moldeado o provisto de otro modo en la estructura del componente), de modo que no sean necesarios elementos
magnéticos discretos separados. En algunas realizaciones, se puede emplear una combinacion de elementos
magnéticos discretos y suficiente material magnético (por ejemplo, moldeado o de otro modo).
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Como se muestra en las figuras 1-2, la cubierta anular 160 puede incluir un centro 161, que puede estar en linea con
el eje de rotacion 111 cuando la cubierta 160 esta acoplada a la placa base 110, un borde interior 163 que define al
menos parcialmente una abertura 166 y un borde exterior 165. Como se describié anteriormente, la abertura 166
puede facilitar el acceso al menos a una parte del dispositivo de procesamiento de muestras 150 (por ejemplo, una
parte que comprende los pocillos de entrada 154), por ejemplo, incluso cuando la cubierta anular 160 se coloca
adyacente o acoplada a el dispositivo de procesamiento de muestras 150. Como se muestra en las figuras 1-2, el
borde interior 163 de la cubierta anular 160 puede configurarse para colocarse hacia adentro (por ejemplo,
radialmente hacia adentro) de las camaras de método térmicas 152, en relacidon con el centro 161 de la cubierta
anular 160, por ejemplo, cuando la cubierta anular 160 esta colocada adyacente al dispositivo de procesamiento de
muestras 150. Ademas, el borde interior 163 de la cubierta anular 160 puede configurarse para colocarse
radialmente hacia afuera de los pocillos de entrada 154. Ademas, en algunas realizaciones, como se muestra en las
figuras 1-2, el borde exterior 165 de la cubierta anular 160 puede configurarse para colocarse hacia afuera (por
ejemplo, radialmente hacia afuera) de las camaras de método térmicas 152 (y también hacia afuera de los pocillos
de entrada 154).

El borde interior 163 se puede colocar a una primera distancia d+1 (por ejemplo, una primera distancia radial o "primer
radio") del centro 161 de la cubierta anular 160. En dichas realizaciones, si la cubierta anular 160 tiene una forma de
anillo sustancialmente circular, la abertura 166 puede tener un didmetro igual al doble de la primera distancia d1.
Ademas, el borde exterior 165 se puede colocar una segunda distancia d2 (por ejemplo, una segunda distancia radial
0 "segundo radio" del centro 161 de la cubierta anular 160. En algunas realizaciones, la primera distancia d1 puede
ser al menos aproximadamente el 50 % de la segunda distancia. En algunas realizaciones, al menos
aproximadamente el 60 % y en algunas realizaciones, al menos aproximadamente el 70 %. Ademas, en algunas
realizaciones, la primera distancia d1 puede ser no mayor que aproximadamente el 95 % de la segunda distancia, en
algunas realizaciones, no mayor que aproximadamente el 85 %, y en algunas realizaciones, no mayor que
aproximadamente el 80 %. En algunas realizaciones, la primera distancia d1 puede ser aproximadamente el 75 % de
la segunda distancia d>.

Ademas, en algunas realizaciones, el borde exterior 165 se puede colocar a una distancia d2 (por ejemplo, una
distancia radial) del centro 161, que puede definir una primera area, y en algunas realizaciones, el area de la
abertura 166 puede ser al menos aproximadamente el 30 % de la primera area, en algunas realizaciones, al menos
aproximadamente el 40 %, y en algunas realizaciones, al menos aproximadamente el 50 %. En algunas
realizaciones, la abertura 166 puede ser no mayor que aproximadamente el 95 % de la primera area, en algunas
realizaciones, no mayor que aproximadamente el 75 %, y en algunas realizaciones, no mayor que aproximadamente
el 60 %. En algunas realizaciones, la abertura 166 puede ser aproximadamente el 53 % de la primera area.

Ademas, la cubierta anular 160 puede incluir una pared interior 162 (por ejemplo, una "pared circunferencial interior"
o "pared radial interior"; que puede funcionar como un anillo de compresion interior, en algunas realizaciones, como
se describe a continuacion) y una pared exterior 164 (por ejemplo, una "pared circunferencial exterior" o "pared radial
exterior"; que puede funcionar como un anillo de compresion exterior, en algunas realizaciones, como se describe a
continuacioén). En algunas realizaciones, las paredes interior y exterior 162 y 164 pueden incluir o definir los bordes
interior y exterior 163 y 165, respectivamente, de modo que la pared interior 162 pueda colocarse hacia dentro (por
ejemplo, radialmente hacia dentro) de las camaras de método térmicas 152, y la pared exterior 164 puede colocarse
hacia afuera (por ejemplo, radialmente hacia afuera) de las camaras de método térmicas 152. Como se muestra
adicionalmente en las figuras 1-2, en algunas realizaciones, la pared interior 162 puede incluir los elementos
magnéticos 170, de modo que los elementos magnéticos 170 formen una parte o estén acoplados a la pared interior
162. Por ejemplo, en algunas realizaciones, los elementos magnéticos 170 pueden estar integrados (por ejemplo,
moldeados) en la pared interior 162. Como se muestra en la figura 1-2, la cubierta anular 160 puede incluir ademas
una pared superior 167 que puede colocarse para cubrir una parte del dispositivo de procesamiento de muestras
150, tal como una parte que comprende las camaras de método térmicas 152.

Como se muestra en las figuras 1 y 2, en algunas realizaciones, la pared superior 167 puede extenderse hacia
adentro (por ejemplo, radialmente hacia adentro) de la pared interior 162 y los elementos magnéticos 170. En la
realizacion ilustrada en las figuras 1-4, la pared superior 167 no se extiende mucho hacia el interior de la pared
interior 162. Sin embargo, en algunas realizaciones, la pared superior 167 puede extenderse mas hacia el interior de
la pared interior 162 y/o los elementos magnéticos 170 (por ejemplo, hacia el centro 161 de la cubierta 160), por
ejemplo, de modo que el tamafio de la abertura 166 sea mas pequefo de lo que se representa en las figuras 1-4.
Ademas, en algunas realizaciones, la pared superior 167 puede definir el borde interior 163 y/o el borde exterior 165.

En algunas realizaciones, al menos una parte de la cubierta 160, tal como una o mas de la pared interior 162, la
pared exterior 164 y la pared superior 167, puede ser 6pticamente transparente. Por ejemplo, al menos una parte de
la pared superior 167 que esta adaptada para colocarse sobre uno o mas de los pocillos de entrada 154 y/o una
parte de la pared superior 167 que esta adaptada para colocarse sobre las camaras de método térmicas 152 puede
ser opticamente transparente para permitir el acceso 6ptico al menos a una parte del dispositivo de procesamiento
de muestras 150.

Como se usa en esta invencion, la frase "dpticamente transparente" puede referirse a un objeto que es transparente
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a la radiacion electromagnética que varia desde el infrarrojo hasta el espectro ultravioleta (por ejemplo, de
aproximadamente 10 nm a aproximadamente 10 ym (10.000 nm)); sin embargo, en algunas realizaciones, la frase
"Opticamente transparente" puede referirse a un objeto que es transparente a la radiacion electromagnética en el
espectro visible (por ejemplo, de aproximadamente 400 nm a aproximadamente 700 nm). En algunas realizaciones,
la frase "Opticamente transparente" puede referirse a un objeto con una transmitancia de al menos aproximadamente
un 80 % dentro de los intervalos de longitud de onda anteriores.

Dichas configuraciones de la cubierta anular 160 pueden funcionar para aislar de manera efectiva o sustancial las
camaras de método térmicas 152 del dispositivo de procesamiento de muestras 150 cuando la cubierta 160 esta
acoplada o situada adyacente al dispositivo de procesamiento de muestras 150. Por ejemplo, la cubierta 160 puede
aislar fisicamente, opticamente y/o térmicamente una parte del dispositivo de procesamiento de muestras 150, tal
como una parte que comprende las camaras de método térmicas 152. En algunas realizaciones, como se muestra
en la figura 1, el dispositivo de procesamiento de muestras 150 puede incluir una o mas cdmaras de método
térmicas 152, y ademas, en algunas realizaciones, la una o mas camaras de método térmicas 152 pueden estar
dispuestas en un anillo alrededor del centro 151 del dispositivo de procesamiento de muestras 150, que puede a
veces denominarse "anillo de procesamiento anular". En dichas realizaciones, la cubierta anular 160 se puede
adaptar para cubrir y/o aislar una parte del dispositivo de procesamiento de muestras 150 que incluye el anillo de
procesamiento anular o las camaras de método térmicas 152. Por ejemplo, la cubierta anular 160 incluye la pared
interior 162, la pared exterior 164, y la pared superior 167 para cubrir y/o aislar la parte del dispositivo de
procesamiento de muestras 150 que incluye las camaras de método térmicas 152. En algunas realizaciones, una o
mas de la pared interior 162, la pared exterior 164, y la pared superior 167 puede ser una pared continua, como se
muestra, o puede estar formada por una pluralidad de partes que juntas funcionan como una pared interior o exterior
(o anillo de compresion interior o externo), o una pared superior. En algunas realizaciones, se puede obtener un
aislamiento fisico y/o térmico mejorado cuando al menos una de la pared interior 162, la pared exterior 164 y la
pared superior 167 es una pared continua.

Ademas, en algunas realizaciones, la capacidad de la cubierta anular 160 para cubrir y aislar eficazmente
térmicamente las camaras de método térmicas 152 del ambiente y/o de otras partes del conjunto 50 puede ser
importante, porque de otro modo, como la placa base 110 y el dispositivo de procesamiento de muestras 150 giran
alrededor del eje de rotacion 111, se puede hacer que el aire se mueva rapidamente mas alla de las camaras de
método térmicas 152, lo que, por ejemplo, puede enfriar indeseablemente las camaras de método térmicas 152
cuando se desea que las camaras 152 se calienten. Por tanto, en algunas realizaciones, dependiendo de la
configuracién del dispositivo de procesamiento de muestras 150, una o mas de la pared interior 162, la pared
superior 167 y la pared exterior 164 pueden ser importantes para el aislamiento térmico.

Como se muestra en las figuras. 1-2, en algunas realizaciones, el dispositivo de procesamiento de muestras 150
también puede incluir una carcasa o cuerpo de dispositivo 153, y en algunas realizaciones, el cuerpo 153 puede
definir los pocillos de entrada 154 u otras camaras, cualquier canal, las camaras de método térmicas 152, etc.
Ademas, en algunas realizaciones, el cuerpo 153 del dispositivo de procesamiento de muestras 150 puede incluir un
labio exterior, brida o pared 155. En algunas realizaciones, como se muestra en las figuras 1-2, la pared exterior 155
puede incluir una parte 157 adaptada para cooperar con la placa base 110 y una parte 159 adaptada para cooperar
con la cubierta anular 160. Por ejemplo, como se muestra en la figura 2, la cubierta anular 160 (por ejemplo, la pared
exterior 164) puede dimensionarse para recibirse dentro del area circunscrita por la pared exterior 155 del dispositivo
de procesamiento de muestras 150. Como resultado, en algunas realizaciones, la pared exterior 155 del dispositivo
de procesamiento de muestras 150 puede cooperar con la cubierta anular 160 para cubrir y/o aislar las camaras de
método térmicas 152. Dicha cooperacion también puede facilitar la colocacion de la cubierta anular 160 con respecto
al dispositivo de procesamiento de muestras 150 de modo que las camaras de método térmicas 152 estén
protegidas y cubiertas sin la cubierta anular 160 presionando hacia abajo o en contacto con cualquiera de las
camaras de método térmicas 152.

En algunas realizaciones, la pared exterior 155 del dispositivo de procesamiento de muestras 150 y uno o mas
pocillos de entrada 154 formados en el cuerpo 153 del dispositivo de procesamiento de muestras 150 pueden definir
efectivamente un rebaje (por ejemplo, un rebaje anular) 156 en el dispositivo de procesamiento de muestras 150 (por
ejemplo, en una superficie superior del dispositivo de procesamiento de muestras 150) en el que se puede colocar al
menos una parte de la cubierta anular 160. Por ejemplo, como se muestra en las figuras 1-2, la pared interior 162
(por ejemplo, que incluye los elementos magnéticos 170) y la pared exterior 164 se pueden colocar en el rebaje 156
del dispositivo de procesamiento de muestras 150 cuando la cubierta anular 160 se coloca o se acopla al dispositivo
de procesamiento de muestras 150. Como resultado, en algunas realizaciones, la pared exterior 155, los pocillos de
entrada 154 y/o el rebaje 156 pueden proporcionar una colocacion fiable de la cubierta 160 con respecto al
dispositivo de procesamiento de muestras 150.

En algunas realizaciones, como se muestra en las figuras 1-2, los elementos magnéticos 170 pueden estar
dispuestos en un anillo, y el anillo o parte de la cubierta 160 que incluye los elementos magnéticos 170 puede incluir
un borde interior (por ejemplo, un borde radial interior) 173 y un borde exterior (por ejemplo, un borde radial exterior)
175. Como se muestra en las figuras 1-2, la cubierta 160 y/o los elementos magnéticos 170 se pueden configurar, de
modo que tanto el borde interior 173 como el borde exterior 175 se pueden colocar hacia dentro (por ejemplo,
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radialmente hacia dentro) con respecto a las camaras de método térmicas 152.

Como resultado, en algunas realizaciones, los elementos magnéticos 170 se pueden restringir a un area de la
cubierta 160 en la que los elementos magnéticos 170 se colocan hacia afuera (por ejemplo, radialmente hacia
afuera) de los pocillos de entrada 154 (u otras protuberancias, camaras, rebajes, o formaciones en el cuerpo 153) y
hacia adentro (por ejemplo, radialmente hacia adentro) de las camaras de método térmicas 152. En dichas
configuraciones, se puede decir que los elementos magnéticos 170 estan configurados para maximizar el area
abierta del dispositivo de procesamiento de muestras 150 que esta disponible para acceder por otros dispositivos o
para otras funciones. Ademas, en dichas realizaciones, los elementos magnéticos 170 pueden colocarse de manera
que no interrumpan o perturben el procesamiento de una muestra colocada en las camaras de método térmicas 152.

En algunas realizaciones, como se muestra en las figuras 1-2, los elementos magnéticos 170 de la cubierta 160
pueden formar al menos una parte o estar acoplados a la pared interior 162, de modo que los elementos magnéticos
170 puedan funcionar como al menos una parte del anillo de compresion interior 162 para comprimir, mantener y/o
deformar el dispositivo de procesamiento de muestras 150 contra la superficie de transferencia térmica 132 de la
estructura térmica 130 de la placa base 110. Como se muestra en las figuras 1-2, uno o ambos elementos
magnéticos 170 y 172 pueden estar dispuestos en un anillo, por ejemplo, alrededor del eje de rotacién 111. Ademas,
en algunas realizaciones, al menos uno de los elementos magnéticos 170 y 172 puede incluir una distribucion
sustancialmente uniforme de fuerza magnética sobre dicho anillo.

Ademas, la disposicion de los elementos magnéticos 170 en la cubierta 160 y la disposicion correspondiente de los
elementos magnéticos 172 en la placa base 110 pueden proporcionar asistencia de posicionamiento adicional para
la cubierta 160 con respecto a uno o ambos dispositivos de procesamiento de muestras 150 y la placa base 110. Por
ejemplo, en algunas realizaciones, los elementos magnéticos 170 y 172 pueden incluir cada uno secciones de
polaridad alterna y/o una configuracién o disposicion especifica de elementos magnéticos, de modo que los
elementos magnéticos 170 de la cubierta 160 y los elementos magnéticos 172 de la placa base 110 se puedan
"enchavetar" entre si para permitir que la cubierta 160 se coloque de manera fiable en una orientacion deseada (por
ejemplo, posicion angular en relacién con el eje de rotacion 111) con respecto a al menos uno del dispositivo de
procesamiento de muestras 150 y la placa base 110.

En algunas realizaciones, la conformidad de los dispositivos de procesamiento de muestras de la presente
descripcion puede mejorarse si los dispositivos incluyen anillos de procesamiento anulares que se forman como
estructuras compuestas que incluyen nucleos y cubiertas unidas a los mismos con adhesivos sensibles a la presion.
El dispositivo de procesamiento de muestras 150 mostrado en las figuras 1-2 es un ejemplo de una de dichas
estructuras compuestas. Como se muestra en la figura 1, en algunas realizaciones, el dispositivo de procesamiento
de muestras 150 puede incluir el cuerpo 153 a una primera cubierta 182 y una segunda cubierta (no mostrada) esta
unida con adhesivos (por ejemplo, adhesivos sensibles a la presion). Cuando las camaras de método (por ejemplo,
las camaras de método térmicas 152) se proporcionan en una matriz circular (como se representa en la figura 1) que
esta formada por una estructura compuesta, las camaras de método térmicas 152 y las cubiertas pueden definir al
menos parcialmente un anillo de procesamiento anular conforme que esta adaptado para ajustarse a la forma de la
superficie de transferencia térmica subyacente 132 cuando el dispositivo de procesamiento de muestras 150 es
forzado contra la superficie de transferencia 132, tal como una superficie de transferencia térmica conformada 132.
En dichas realizaciones, la conformidad puede lograrse con cierta deformacién del anillo de procesamiento anular
mientras se mantiene la integridad fluidica de las camaras de método térmicas o cualquier otro paso o camara
fluidica en el dispositivo de procesamiento de muestras 150 (es decir, sin causar fugas).

En algunas realizaciones, la cubierta anular 160 puede no incluir una pared exterior 164 y/o una pared superior 167.
En dichas realizaciones, las camaras de método térmicas 152 pueden estar expuestas y ser accesibles, o la pared
superior 167 sola, si esta presente, puede cubrir esa parte del dispositivo de procesamiento de muestras 150.
Ademas, en algunas realizaciones, la cubierta puede incluir una abertura mas pequefia que la abertura 166
mostrada en las figuras 1-2, y en algunas realizaciones, la cubierta puede no incluir una abertura en absoluto, sino
que puede tener forma de disco.

Es decir, en algunas realizaciones, el conjunto 50 y el sistema 100 se pueden usar en relaciéon con un dispositivo y/o
cubierta de procesamiento de muestras diferente a los del conjunto de procesamiento de muestras 50. Debe
entenderse que el del conjunto de procesamiento de muestras 50 se muestra solamente a modo de ejemplo. Otros
dispositivos de procesamiento de muestras pueden ser por si mismos capaces de aislar sustancialmente las
camaras de método térmicas sin requerir que la cubierta esté configurada para proporcionar aislamiento térmico.
Como resultado, los sistemas de la presente descripcion se pueden adaptar para cooperar con una diversidad de
cubiertas y dispositivos de procesamiento de muestras. Ademas, determinadas cubiertas pueden ser mas utiles en
combinacioén con algunos dispositivos de procesamiento de muestras que otros.

El sistema 100 mostrado en las figuras 3-7 se muestra como que incluye el conjunto de procesamiento de muestras
50; sin embargo, debe tenerse en cuenta que se pueden usar otros conjuntos de procesamiento de muestras en
relacion con el sistema 100 o forman una parte del mismo. Ademas, como se mencion6 anteriormente, en algunas
realizaciones, el dispositivo de procesamiento de muestras es un componente consumible y no forma una parte del
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conjunto de procesamiento de muestras 50 o el sistema 100.

El sistema 100 se muestra en una posicion abierta o estado P, en la figura 3 y en un estado parcialmente cerrado (o
parcialmente abierto) o posicion Pp en la figura 4. Como se muestra en las figuras 3 y 4, el sistema 100 puede incluir
una carcasa 102 que puede incluir una primera parte (a veces denominada "tapa") 104 y una segunda parte (a veces
denominada "base") 106 que son mdviles entre si entre la posicion abierta Po y una posicion cerrada Pc (véase la
figura 5), que incluyen una diversidad de posiciones intermedias de la posicion abierta Po y la posicion cerrada Pe, tal
como la posicién parcialmente cerrada Pp. Solo a modo de ejemplo, la primera parte 104 se muestra en las figuras 3
y 4 como mévil con respecto a la segunda parte 106, mientras que la segunda parte 106 permanece sustancialmente
estacionaria. Sin embargo, debe entenderse que se puede emplear una diversidad de movimientos relativos
adecuados entre la primera parte 104 y la segunda parte 106. Por ejemplo, en algunas realizaciones, la segunda
parte 106 puede ser movil en relacion con la primera parte 104.

La carcasa 102, y particularmente, la primera parte 104 y la segunda parte 106, pueden formar un recinto alrededor
del conjunto de procesamiento de muestras 50, por ejemplo, durante diversas etapas o procedimientos de
procesamiento o ensayo, tales como las descritas anteriormente, para aislar el conjunto de procesamiento de
muestras 50 del ambiente durante dicho procesamiento. Es decir, en algunas realizaciones, la carcasa 102 puede
configurarse para tener al menos un estado o posicién en el que la al menos una parte del conjunto de
procesamiento de muestras 50 puede aislarse térmicamente del ambiente, separarse fisicamente o protegerse del
ambiente, y/o separase fluidamente del ambiente.

Como se describid anteriormente, la cubierta 160 se puede usar para sostener, mantener y/o deformar el dispositivo
de procesamiento de muestras 150 en la placa base 110. La placa base 110 no es visible en las figuras 3 y 4 porque
el dispositivo de procesamiento de muestras 150 ya se ha colocado en la placa base 110 en las figuras 3 y 4. La
cubierta 160 se muestra en las figuras 3 y 4 como acoplada a una parte de la primera parte 104 de la carcasa 102.
Por ejemplo, en la figura. 3, la cubierta 160 se ha colocado en un colgador 108 que es proporcionado por la primera
parte 104 de la carcasa 102. La carcasa 102 puede incluir o puede estar acoplada al colgador 108. Adem4s, solo a
modo de ejemplo, el sistema 100 se muestra en las figuras 3 y 4 como estando acoplada la cubierta 160 a la primera
parte 104 de la carcasa 102, y estando colocado el dispositivo de procesamiento de muestras 150 en la placa base
110 en la segunda parte 106 de la carcasa 102. Sin embargo, debe entenderse que es posible una diversidad de
otras configuraciones adecuadas y estan dentro del alcance de la presente descripcidon. Por ejemplo, en algunas
realizaciones, la segunda parte 106 es movil con respecto a la primera parte 104, y en algunas realizaciones, el
dispositivo de procesamiento de muestras 150 y la placa base 110 estan colocados en la primera parte 104 de la
carcasa 102, y la cubierta 160 esta acoplada a un colgador 108 en la segunda parte 106 de la carcasa 102.

Ademas, aunque no se muestra en las figuras 3 y 4, la placa base 110 puede girarse alrededor del eje de rotacion
111 a través de cualquiera de una diversidad de sistemas de accionamiento que pueden colocarse en el sistema
100, o acoplarse al sistema 100. Por ejemplo, en algunas realizaciones, un sistema de accionamiento adecuado
puede estar ubicado en la segunda parte 106 de la carcasa 102, colocado para impulsar la placa base 110. Ademas,
en algunas realizaciones, la fuente de energia electromagnética 190 también se puede colocar debajo de la placa
base 110 en la segunda parte 106 de la carcasa 102.

Como se muestra en las figuras 3 y 4, la cubierta 160 puede interactuar con al menos una parte de la carcasa 102
(por ejemplo, el colgador 108 proporcionado por la primera parte 104 de la carcasa 102), de modo que la cubierta
160 se pueda mover hacia o fuera del dispositivo de procesamiento de muestras 150 cuando la primera parte 104 y
la segunda parte 106 de la carcasa 102 se mueven una con respecto a la otra. Ademas, en algunas realizaciones, la
cubierta 160 se puede acoplar o desacoplar de una parte de la carcasa 102 sin el uso de herramientas o equipos
adicionales. Dicha interaccion entre la cubierta 160 y la carcasa 102 puede proporcionar un posicionamiento robusto,
fiable y seguro de la cubierta 160 con respecto al dispositivo de procesamiento de muestras 150 y/o la placa base
110. Ademas, la cubierta 160 se puede desacoplar de la primera parte 104 de la carcasa 102 para limpieza y/o
eliminacion. A continuacion, la cubierta 160 se puede reutilizar, por ejemplo, con un nuevo dispositivo de
procesamiento de muestras 150, volviendo a colocar la cubierta 160 en el colgador 108. Como alternativa, la
cubierta 160 se puede desechar después de su uso, y a continuacién, una segunda y nueva cubierta puede
acoplarse a la carcasa 102 y moverse hacia el dispositivo de procesamiento de muestras 150 (o un nuevo dispositivo
de procesamiento de muestras) y/o la placa base 110.

Como se describié anteriormente, los elementos magnéticos 170 en la cubierta 160 se pueden adaptar para atraer
los elementos magnéticos 172 en la placa base 110. Como resultado, a medida que la primera parte 104 de la
carcasa 102 se mueve mas cerca de la segunda parte 106, los elementos magnéticos 170 comienzan a acercarse lo
suficiente a los elementos magnéticos 172 como para provocar una atraccion entre los elementos magnéticos 170 y
los elementos magnéticos 172. Dicha atraccion puede proporcionar asistencia de posicionamiento adicional entre la
cubierta 160 y la placa base 110 y/o el dispositivo de procesamiento de muestras 150. Por ejemplo, dicha atraccion
puede evitar que la cubierta 160 se caiga del colgador 108 a medida que el angulo a (como se muestra en la figura 4
y se describe a continuacion) entre la primera parte 104 y la segunda parte 106 disminuye.

Como se muestra en las figuras 1-2, el borde interior 163 de la cubierta 160 esta provisto al menos parcialmente por
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un labio, brida o proyeccion 124 (véase también las figuras 3-7; a veces también denominada la "primera
proyeccion"). Solo a modo de ejemplo, la proyeccién 124 se muestra como una extension de la pared superior 167
de la cubierta 160, y se extiende mas hacia adentro (por ejemplo, radialmente hacia adentro) del borde interior 173
de los elementos magnéticos 170 (y/o de la pared interior 162). Debido a que la cubierta 160 se muestra en la
realizacion ilustrada con una forma circular de anillo, la proyeccion 124 de la realizacion ilustrada es una proyeccion
radial interior que se proyecta radialmente hacia adentro, en relacién con el centro 161 de la cubierta 160. Sin
embargo, debe entenderse que otras configuraciones de la proyeccién 124 son posibles, y pueden depender de la
forma y estructura general de la cubierta 160. Por ejemplo, en algunas realizaciones, la proyeccién 124 no es
necesariamente una proyeccion radial, y en algunas realizaciones, la proyeccion 124 no es necesariamente una
proyeccion interior, como se describira con mayor detalle a continuacién.

Como se muestra mas adelante en las figuras 5-7, el colgador 108 puede incluir un labio, brida o proyeccion 126
(véase las figuras 5-7; a veces también denominada la "segunda proyeccién") que puede adaptarse para acoplarse o
conectarse a la primera proyeccion 124 de la cubierta 160. Solo a modo de ejemplo, se muestra que el colgador 108
incluye un arco y que tiene una forma sustancialmente arqueada (por ejemplo, casi semicircular), y se muestra que
la segunda proyeccién 126 incluye un arco y que tiene una forma sustancialmente arqueada (por ejemplo, casi
semicircular). Ademas, la segunda proyeccion 126 se muestra como una proyeccion exterior y que se extiende
radialmente hacia afuera, por ejemplo, en relacion con el centro 161 de la cubierta 160 cuando la cubierta 160 esta
acoplada al colgador 108.

La forma arqueada del colgador 108 de la realizacion ilustrada puede facilitar el acoplamiento de la cubierta 160 al
colgador 108, puede facilitar el acoplamiento/desacoplamiento de la cubierta 160 a/desde el colgador 108 sin la
necesidad de herramientas o equipos adicionales, y puede facilitar la sujecion de la cubierta 160 a través del
movimiento relativo entre la primera parte 104 y la segunda parte 106 (por ejemplo, desde una posicion abierta Po a
una posicion cerrada Pc).

Como resultado, en algunas realizaciones, el colgador 108 puede incluir al menos un arco de 90 grados, en algunas
realizaciones, al menos un arco de 120 grados, y en algunas realizaciones, al menos un arco de 140 grados.
Ademas, en algunas realizaciones, el colgador 108 puede incluir un arco de no mas de 180 grados, en algunas
realizaciones, un arco de no mas de 170 grados, y en algunas realizaciones, un arco de no mas de 160 grados. En
realizaciones en las que el colgador 108 tiene un arco de angulo inferior, se puede facilitar el
acoplamiento/desacoplamiento de la cubierta 160 a/desde el colgador 108. Sin embargo, en realizaciones en las que
el colgador 108 tiene un arco de angulo superior, se puede evitar mejor que la cubierta 160 se caiga
indeseablemente del colgador 108.

Ademas, con referencia a las figuras 5-7, en algunas realizaciones, la distancia entre la cubierta 160 y la primera
parte 104 de la carcasa 102 cuando la cubierta 160 esta acoplada al colgador 108 puede desempefiar al menos
parcialmente un papel para facilitar el acoplamiento/desacoplamiento de la cubierta 160 a/desde el colgador 108 y/o
para evitar que la cubierta 160 se caiga indeseablemente del colgador 108. Por ejemplo, en algunas realizaciones,
un bolsillo formado en la primera parte 104 se puede adaptar para recibir al menos una parte de la cubierta 160
cuando la cubierta 160 esta acoplada al colgador 108, y, en algunas realizaciones, el espacio libre entre la cubierta
160 vy el bolsillo puede facilitar el acoplamiento/desacoplamiento de la cubierta 160 a/desde el colgador 108 y/o
puede evitar que la cubierta 160 se caiga indeseablemente del colgador 108.

Es decir, cuando la primera parte 104 de la carcasa 102 esta al menos parcialmente abierta (es decir, alejada al
menos parcialmente de la segunda parte 106), la cubierta 160 se puede colgar en el colgador 108 acoplando la
primera proyeccion 124 a la segunda proyeccion 126. Como se muestra en la figura 3, colocar la primera parte 104
de la carcasa 102 en la posicidon abierta Po mostrada en la figura 3, puede facilitar colgar la cubierta 160 en el
colgador 108 acoplando la primera proyeccién 124 y la segunda proyeccion 126. Ademas, la cubierta 160 se puede
acoplar al colgador 108 (y la primera proyeccion 124 se puede acoplar a la segunda proyeccién 126) sin la
necesidad de herramientas o equipos adicionales.

A continuacién, como se muestra en la figura 4, la primera parte 104 y la segunda parte 106 de la carcasa 102 se
pueden mover una hacia la otra para cerrar la carcasa 102 y ensamblar el conjunto de procesamiento de muestras
50, de modo que la cubierta 160 entre en contacto con uno o mas del dispositivo de procesamiento de muestras 150
y la placa base 110 y hace que al menos a una parte del dispositivo de procesamiento de muestras 150 entre en
contacto con al menos una parte de la placa base 110 (por ejemplo, la estructura térmica 130 de la placa base 110).
Por ejemplo, dicha compresién e impulso se puede lograr mediante la atraccién de los elementos magnéticos 170 y
172.

Como se muestra solo a modo de ejemplo en las figuras 3 y 4, en algunas realizaciones, la carcasa 102 puede
configurarse de modo que la primera parte 104 y la segunda parte 106 sean moéviles de manera pivotante entre si.
Por ejemplo, como se muestra en las figuras 3 y 4, la primera parte 104 puede pivotar (por ejemplo, girarse
alrededor de un eje de pivote A) entre la posicidn abierta Po y una posicion cerrada P (véase la figura 5) para cerrar
la carcasa 102 y mover la cubierta 160 hacia el dispositivo de procesamiento de muestras 150 y/o la placa base 110.
En dichas realizaciones, se pueden lograr ventajas particulares permitiendo una determinada superposicion entre las
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proyecciones primera y segunda 124 y 126, para evitar que la cubierta 160 se caiga del colgador 108 cuando la
primera parte 104 esta en una posicién parcialmente cerrada Pp, como se muestra en la figura 4. Es decir, como se
muestra en la figura 4, las proyecciones primera y segunda 124 y 126 pueden configurarse de modo que la cubierta
160 pueda permanecer acoplada al colgador 108 (es decir, y la primera proyeccién 124 y la segunda proyeccion 126
puedan permanecer acopladas) durante el movimiento de la primera parte 104 entre una posicion abierta, tal como
la posicién Po, y una posicion cerrada. Dicho de otra manera, en algunas realizaciones, la segunda proyeccion 126
se puede usar para sujetar la cubierta 160 por la primera proyeccién 124. Por ejemplo, cuando la primera parte 104 y
la segunda parte 106 son mdviles de manera pivotante entre si, la cubierta 160 puede permanecer acoplada al
colgador 108 (es decir, y la primera proyeccién 124 y la segunda proyeccion 126 pueden permanecer acopladas) sin
importar qué angulo a esta entre la primera parte 104 y la segunda parte 106.

El empleo del movimiento pivotante entre la primera parte 104 y la segunda parte 106 de la carcasa 102 (y, en la
realizacion ilustrada, entre la primera parte 104 y la placa base 110) se muestra y describe a modo de ejemplo
solamente; sin embargo, debe entenderse que se puede emplear una diversidad de tipos de movimiento en la
carcasa 102 sin apartarse del alcance de la presente descripcion. Por ejemplo, en algunas realizaciones, la primera
parte 104 y la segunda parte 106 de la carcasa 102 pueden ser movibles de manera deslizable entre si. A modo de
ejemplo adicional, en algunas realizaciones, la primera parte 104 y la segunda parte 106 de la carcasa 102 (o la
primera parte 104 y la placa base 110) pueden ser méviles entre si a través de un sistema de portico. Por ejemplo,
en algunas realizaciones, la primera parte 104 puede moverse mediante un sistema de poértico por encima de la
segunda parte 106 (y la placa base 110).

Un experto en la materia comprendera que las proyecciones primera y segunda 124 y 126 se pueden configurar de
diversas maneras para lograr el acoplamiento de la cubierta 160 al colgador 108 a lo largo del movimiento de la
primera parte 104 y/o la segunda parte 106 entre una posicion abierta y cerrada. Por ejemplo, en algunas
realizaciones, la primera proyeccion 124 y la segunda proyeccion 126 pueden configurarse para superponerse al
menos aproximadamente 1 mm, en algunas realizaciones, al menos aproximadamente 2 mm, y en algunas
realizaciones, al menos 3 mm. En algunas realizaciones, la primera proyeccién 124 y la segunda proyecciéon 126
pueden configurarse para superponerse en no mas de la primera distancia d1. Ademas, en algunas realizaciones,
una o mas de las proyecciones 124 y 126 pueden estar en angulo u orientadas hacia la otra para alentar aun mas el
acoplamiento de las proyecciones primera y segunda 124 y 126, por ejemplo, en una diversidad de angulos a entre
una posicion abierta y cerrada. Ademas, en algunas realizaciones, una o mas de las proyecciones 124 y 126 pueden
incluir una caracteristica de acoplamiento o acoplamiento para alentar o facilitar ain mas el acoplamiento de las
proyecciones primera y segunda 124 y 126, por ejemplo, en una diversidad de angulos a entre una posicién abierta y
cerrada.

En algunas realizaciones, la primera proyeccion 124 puede extenderse una primera distancia (por ejemplo, una
primera distancia radial) en una primera direccion (por ejemplo, una primera direccién radial, tal como hacia el centro
161 de la cubierta 160) en un plano ortogonal al eje de rotacion 111 o al eje z del sistema 100. Ademas, en algunas
realizaciones, la segunda proyeccion 126 puede extenderse una segunda distancia (por ejemplo, una segunda
distancia radial) en una segunda direccion sustancialmente paralela y opuesta a la primera direccién (por ejemplo,
alejada del centro 161 de la cubierta 160), de modo que la primera proyeccion 124 y la segunda proyeccion 126 se
superponen, por ejemplo, cuando la cubierta 160 esta acoplada al colgador 108.

Ademas, en algunas realizaciones, la primera proyeccion 124 puede incluir el borde interior 163 (que puede
denominarse un "primer borde"; véase las figuras 1-2 y 5-7) que esta colocado una primera distancia d1 del centro
161 de la cubierta 160 (en el eje de rotacion 111). Ademas, en algunas realizaciones, la segunda proyeccion 126
puede incluir un borde exterior 123 (que puede denominarse un "segundo borde"; véase las figuras 5-7) colocado
una segunda distancia d2' del centro 161 de la cubierta 160 cuando la cubierta 160 esta acoplada al colgador 108.
Ademas, en algunas realizaciones, la segunda distancia d2' puede ser mayor que la primera distancia d1, de manera
que la primera proyeccion 124 y la segunda proyeccion 126 se superponen.

Como se muestra en las figuras 5-7, en algunas realizaciones, la superposicion entre la primera proyeccion 124 y la
segunda proyeccion 126 puede aumentar a medida que la primera parte 104 y la segunda parte 106 se separan
entre si (por ejemplo, cuando la primera parte 104 se mueve desde la primera posicion P1 que se muestra en la
figura 5 a la segunda posicion P2 que se muestra en la figura 6 y la tercera posicion P3 que se muestra en la figura
7). Es decir, la cubierta 160 puede deslizarse hacia el colgador 108 mas a medida que el colgador 108 recoge la
cubierta 160 (por ejemplo, en realizaciones que emplean movimiento pivotante entre la primera parte104 y la
segunda parte 106). Como tal, en algunas realizaciones, la primera distancia d1 puede disminuir a medida que la
primera parte 104 y la segunda parte 106 se mueven una con respecto a la otra, de modo que la distancia entre (o la
diferencia entre) la primera distancia d1 y la segunda distancia d2' puede aumentar.

Ademas, en algunas realizaciones, la cubierta 160 puede tener la forma de un anillo circular. En dichas
realizaciones, la primera proyeccion 124 puede ser una primera proyeccion radial 124 que puede extenderse
radialmente hacia dentro (por ejemplo, hacia el centro 161 de la cubierta 160) y que puede definir un primer o radio
interior d1 medido desde el centro 161 de la cubierta 160 (o el eje de rotacion 111 del sistema 100). Ademas, en
dichas realizaciones, la segunda proyeccion 126 puede ser una segunda proyeccion radial 126 que puede
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extenderse radialmente hacia fuera (por ejemplo, alejada del centro 161 de la cubierta 160) y que puede definir una
segundo o radio exterior d2' medido desde el centro 161 de la cubierta 160 (o el eje de rotacion 111). El segundo
radio puede ser mayor que el primer radio, de modo que la primera proyeccion radial 124 y la segunda proyeccion
radial 126 se superponen.

Como se describe con mayor detalle a continuacién con referencia a las figuras 5-7, en algunas realizaciones, la
cubierta 160 y el colgador 108 (y, en consecuencia, la primera proyecciéon 124 y la segunda proyecciéon 126) pueden
desacoplarse en una posicion deseada. Por ejemplo, en algunas realizaciones, la cubierta 160 y el colgador 108
pueden desacoplarse cuando la carcasa 102 esta cerrada, es decir, cuando la primera parte 104 y la segunda parte
106 se colocan adyacentes entre si en una posicion cerrada (véase la posicion Pc en la figura 5). Dicho
desacoplamiento puede producirse para permitir que la cubierta 160 se desacople del colgador 108 y/o se acople
con los otros componentes del conjunto de procesamiento de muestras 50.

Solo a modo de ejemplo, en las figuras 5-7 se muestran tres posiciones relativas diferentes de la primera parte 104 y
la segunda parte 106 de la carcasa 102. Una primera posicion P1, que también es la posicién cerrada Pc mencionada
anteriormente se muestra en la figura 5. Como se muestra en la figura 5, la carcasa 102 esta cerrada y el conjunto
de procesamiento de muestras 50 esta cerrado. Es decir, como se muestra, la cubierta 160 se coloca encima del
dispositivo de procesamiento de muestras 150, que se coloca encima de la placa base 110, y los elementos
magnéticos 170 de la cubierta 160 y los elementos magnéticos 172 de la placa base 110 son atraidos entre si,
instando al menos una parte del dispositivo de procesamiento de muestras 150 en la primera direcciéon D1 a lo largo
del eje z hacia la placa base 110, y a saber, hacia la superficie de transferencia térmica 132 de la estructura térmica
130 de la placa de base 110 .

Como se muestra adicionalmente en la figura 5, en la primera posicién P+, la segunda proyeccion 126 no esta
acoplada a la primera proyeccion 124, y la cubierta 160 no esta acoplada al colgador 108. Mas bien, la primera
proyeccion 124 y la segunda proyeccion 126 estan separadas una distancia X (por ejemplo en la que X es una
distancia vertical a lo largo del eje z o eje de rotaciéon 111 del sistema 100 y paralela a la primera direccién D1), de
modo que la cubierta 160 pueda girar con la placa base 110 alrededor del eje de rotacion 111, sin ninguna
interferencia de la segunda proyeccion 126. Es decir, a medida que la primera parte 104 y la segunda parte 106 de
la carcasa 102 se acercan mas, la cubierta 160, y particularmente, los elementos magnéticos 170, pueden
interactuar con la placa base 110 y/o el dispositivo de procesamiento de muestras 150. Ademas, a medida que la
primera parte 104 y la segunda parte 106 se acercan mas, la cubierta 160 puede comenzar a desacoplarse del
colgador 108 y puede comenzar a acoplarse con los otros componentes del conjunto de procesamiento de muestras
50. En algunas realizaciones, todo esto puede producirse en un punto en el tiempo, por ejemplo, en el momento en
que la carcasa 102 esta cerrada, o cuando la primera parte 104 se mueve a su posicién cerrada Pcen relacion con la
segunda parte 106 de la carcasa 102.

La figura 6 muestra la primera parte 104 y la segunda parte 106 de la carcasa 102 en una segunda posicion P2 una
respecto de la otra. En la segunda posiciéon P2, la primera parte 104 y la segunda parte 106 se han separado o
alejado una respecto de la otra. Como se muestra en la figura 6, dicho movimiento de la primera parte 104 puede
comenzar a mover el colgador 108 y la segunda proyeccion 126 en relacion con la cubierta 160 y la primera
proyeccion 124. Como tal, en la segunda posicién P2, la segunda proyeccion 126 ha comenzado a conectarse o
acoplarse a la primera proyeccion 124. Como se muestra en la figura 6, la carcasa 102 esta abierta (por ejemplo, en
una posicién parcialmente abierta (o parcialmente cerrada)), mientras que el conjunto de procesamiento de muestras
50 permanece en una posicion cerrada, porque la cubierta 160 todavia esta acoplada al dispositivo de
procesamiento de muestras 150 y/o la placa base 110 (por ejemplo, al menos parcialmente a través de la atraccion
magnética entre los elementos magnéticos 170 y los elementos magnéticos 172).

La figura 7 ilustra la primera parte 104 y la segunda parte 106 de la carcasa 102 en una tercera posicion P3 una
respecto de la otra. En la tercera posiciéon Ps, la primera parte 104 y la segunda parte 106 se han separado incluso
mas que en la segunda posicion P2 de la figura 6. Ademas, la figura 6 muestra que el movimiento adicional de la
primera parte 104 a la tercera posicion Ps hizo que la segunda proyeccion 126 del colgador 108 tirara hacia arriba de
la primera proyeccién 124 de la cubierta 160, superando en ultima instancia la atraccion entre los elementos
magnéticos 170 y los elementos magnéticos 172, y permitiendo que la cubierta 160 se despegara de los otros
componentes del conjunto de procesamiento de muestras 50 (es decir, el dispositivo de procesamiento de muestras
150 y/o la placa base 110). Como resultado, la carcasa 102 esta abierta (por ejemplo, en una posicion parcialmente
abierta (o parcialmente cerrada)), y el conjunto de procesamiento de muestras 50 también esta abierto (por ejemplo,
en una posicion parcialmente abierta (o parcialmente cerrada). La primera parte 104 y la segunda parte 106 pueden
a continuacioén continuar moviéndose mas separadas entre si a, por ejemplo, la posicién abierta Po mostrada en la
figura 3. Como se describié anteriormente, las proyecciones primera y segunda 124 y 126 pueden configurarse para
evitar que la cubierta 160 se caiga del colgador 108 (y, en consecuencia, para evitar que la primera proyeccion 124 y
la segunda proyeccién 126 se desacoplen) durante el movimiento desde la posicidn cerrada Pc que se muestra en la
figura 5 a la posicion abierta Po que se muestra en la figura 3.

Como resultado, la primera parte 104 de la carcasa 102 se puede mover hacia y lejos de la placa base 110, que
puede mover la cubierta 160 entre una posicion en la que la cubierta 160 no esta acoplada a la placa base 110 (por
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ejemplo, a través de los elementos magnéticos 170 y 172) y una posicion en la que la cubierta 160 esta acoplada a
la placa base 110. Solo a modo de ejemplo, la atraccion magnética entre los elementos magnéticos 170 y los
elementos magnéticos 172 se describe como configurada para tirar de la cubierta 160 sobre la placa base 110, por
ejemplo, a lo largo de la primera direccion D1. Sin embargo, debe entenderse que también pueden emplearse una
diversidad de configuraciones adecuadas de los elementos magnéticos 170 y 172, ademas de otras estructuras de
compresion, para acoplar la cubierta 160 a la placa base 110. Por ejemplo, en algunas realizaciones, la cubierta 160
se puede empuijar a lo largo de la primera direccion D1 en lugar se ser arrastrada. Solo a modo de ejemplo, podria
haber una conexion electromagnética entre al menos una parte de la primera parte 104 de la carcasa 102 (por
ejemplo, el colgador 108) y los elementos magnéticos 170 de la cubierta 160, y podria no haber elementos
magneéticos 172 en la placa base 110. En dichas realizaciones, la conexion electromagnética entre la cubierta 160 y
la primera parte104 de la carcasa 102 podria invertirse a medida que la cubierta 160 se acercaba a la placa base
110 para empujar la cubierta 160 hacia abajo sobre la base placa 110.

De manera similar, en algunas realizaciones, las proyecciones primera y segunda 124 y 126 u otras partes de la
cubierta 160 y el colgador 108 pueden adaptarse para acoplarse magnéticamente entre si. Por ejemplo, en algunas
realizaciones, se pueden emplear electroimanes que se pueden encender y apagar para ayudar en el acoplamiento
y desacoplamiento entre el colgador 108 y la cubierta 160. Ademas, en algunas realizaciones, no hay atraccién
magnética entre el colgador 108 y la cubierta 160 para no competir con las fuerzas magnéticas que se producen
entre la cubierta 160 y la placa base 110.

En la realizacion ilustrada en las figuras 1-7 y se describe en esta invencion, la primera proyeccion 124 se muestra
proyectando o extendiéndose hacia dentro, y la segunda proyeccién 126 se muestra proyectando o extendiéndose
hacia fuera, de modo que las proyecciones primera y segunda 124 y 126 se superponen y pueden acoplarse. Sin
embargo, debe entenderse que en algunas realizaciones, la primera proyeccién 124 puede ser una proyeccion
exterior. Por ejemplo, la primera proyeccién 124 puede sobresalir hacia el exterior del centro 161 de la cubierta 160,
por ejemplo, en realizaciones que emplean cubiertas que incluyen superficies superiores continuas y sin abertura
166. En dichas realizaciones, la segunda proyeccién 126 puede ser una proyeccion interior adaptada para acoplar la
primera proyeccion exterior 124. Por ejemplo, la segunda proyeccion 126 puede proyectarse hacia el interior del
centro 161 de la cubierta 160 (por ejemplo, cuando la cubierta 160 esta acoplada al colgador 108).
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REIVINDICACIONES
1. Un sistema de procesamiento de dispositivos de procesamiento de muestras (150), comprendiendo el sistema:

una placa base acoplada operativamente a un sistema de accionamiento (120) y que tiene una primera superficie, en
la que el sistema de accionamiento gira la placa base (110) alrededor de un eje de rotacién, y en la que el eje de
rotacion define un eje z;

una cubierta (160) adaptada para colocarse frente a la primera superficie de la placa base (110), incluyendo la
cubierta una primera proyeccion (124);

una carcasa (102) que comprende una parte (104) movil con respecto a la placa base (110) entre una posicion
abierta en la que la cubierta (160) no esta acoplada a la placa base (110) y una posicién cerrada en la que la
cubierta estd acoplada a la placa base, incluyendo la parte (104) una segunda proyeccion (126), adaptadas la
primera proyeccion (124) y la segunda proyeccion (126) para acoplarse juntas cuando la parte (104) esta en la
posicion abierta y desacoplarse entre si cuando la parte (104) esta en la posicién cerrada, de modo que la cubierta
esta desacoplada de la parte de la carcasa (102) y puede girar con la placa base alrededor del eje de rotacion
cuando la parte (104) esta en la posicion cerrada y cuando la cubierta esta acoplada a la placa base;

un dispositivo de procesamiento de muestras (150) que comprende al menos una camara de método (152, 154) y
adaptada para colocarse entre la placa base (110) y la cubierta (160), el dispositivo de procesamiento de muestras
(150) puede girar con la placa base (110) alrededor del eje de rotacién cuando el dispositivo de procesamiento de
muestras (150) esta acoplado a la placa base;

caracterizado porque el sistema comprende ademas:
al menos un primer elemento magnético (172) acoplado operativamente a la placa base (110); y

al menos un segundo elemento magnético (170) acoplado operativamente a la cubierta (160), el al menos un primer
elemento magnético (172) configurado para atraer el al menos un segundo elemento magnético (170) para forzar la
cubierta en una primera direccion a lo largo el eje z.

2. El sistema de la reivindicacion 1, en el que la primera proyeccién (124) incluye un primer borde (163) colocado a
una primera distancia de un centro de la cubierta (160), en el que la segunda proyeccién (126) incluye un segundo
borde (123) colocado a una segunda distancia del centro de la cubierta, y en el que la segunda distancia es mayor
que la primera distancia.

3. El sistema de la reivindicacién 1 o 2, en el que la cubierta (160) tiene la forma de un anillo circular, en el que la
primera proyeccion (124) de la cubierta (160) incluye una primera proyeccion radial que se extiende radialmente
hacia dentro y define un radio interior medido desde un centro de la cubierta, y en el que la segunda proyeccion
(126) incluye una segunda proyeccion radial que se extiende radialmente hacia fuera y define un radio exterior
medido desde el centro de la cubierta (160), y en el que el radio exterior es mayor que el radio interior.

4. El sistema de cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en el que la cubierta (160) esta adaptada para ser al menos
una de acoplada y desacoplada de la parte (104) de la carcasa (102) sin herramientas adicionales.

5. El sistema de la reivindicacion 1, en el que la primera proyeccion (124) esta desacoplada de la segunda
proyeccion (126) al menos parcialmente en respuesta a la atraccidon magnética entre el al menos un primer elemento
magnético (172) y el al menos un segundo elemento magnético (170).

6. El sistema de la reivindicacion 1 o 5, en el que el al menos un primer elemento magnético (172) esta dispuesto en
un primer anillo de elementos magnéticos, y en el que el al menos un segundo elemento magnético (170) esta
dispuesto en un segundo anillo de elementos magnéticos.

7. El sistema de la reivindicacion 6, en el que el segundo anillo de elementos magnéticos incluye un borde interior
(163) y un borde exterior (165), y en el que tanto el borde interior (163) como el borde exterior (165) estan colocados
hacia dentro, en relacién con el eje de rotacion, de la al menos una camara de método (152, 154) cuando el
dispositivo de procesamiento de muestras (150) esta acoplado a la placa base (110).

8. El sistema de la reivindicacion 7, en el que al menos uno del primer anillo de elementos magnéticos y el segundo
anillo de elementos magnéticos incluye una distribucion sustancialmente uniforme de la fuerza magnética alrededor
del anillo.

9. El sistema de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el al menos un primer elemento magnético

(172) y el al menos un segundo elemento magnético (170) estan enchavetados uno con respecto al otro, de modo
que la cubierta (160) se acopla a la placa base (110) en una orientacién deseada.
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10. El sistema de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende ademas una estructura térmica (130)
acoplada operativamente a la placa base (110), en la que la estructura térmica comprende una superficie de
transferencia (132) expuesta proxima a una primera superficie de la placa base, y en la que la atraccion magnética
entre el al menos un primer elemento magnético (172) y el al menos un segundo elemento magnético (170) hace
que al menos una parte del dispositivo de procesamiento de muestras (150) entre en contacto con la superficie de
transferencia (132) de la placa base.

11. El sistema de la reivindicacion 10, en el que la al menos una parte del dispositivo de procesamiento de muestras
(150) incluye la al menos una camara de método (152, 154).

12. Un método de procesamiento de dispositivos de procesamiento de muestras (150), comprendiendo el método:

proporcionar una placa base (110) acoplada operativamente a un sistema de accionamiento (120) y que tiene una
primera superficie; proporcionar una cubierta (160) adaptada para colocarse frente a la primera superficie de la placa
base (110), incluyendo dicha cubierta una primera proyeccién (124); proporcionar una carcasa (102) que comprende
una parte (104) movil con respecto a la placa base (110) entre una posiciéon abierta en la que la cubierta (160) no
esta acoplada a la placa base (110) y una posicion cerrada en la que la cubierta esta acoplada a la placa base,
incluyendo la parte (104) una segunda proyeccion (126), estando adaptadas la primera proyeccion (124) y la
segunda proyeccion (126) para acoplarse juntas cuando la parte (104) esta en la posicion abierta y desacoplarse
entre si cuando la parte (104) esta en la posicién cerrada;

colocar un dispositivo de procesamiento de muestras (150) en la placa base (110), comprendiendo el dispositivo de
procesamiento de muestras (150) al menos una camara de método (152, 154);

acoplar la cubierta (160) a la parte (104) de la carcasa (102) cuando la parte de la carcasa esta en la posicion
abierta;

mover la parte (104) de la carcasa (102) desde la posicion abierta a la posicidon cerrada; acoplar la cubierta (160) a la
placa base (110) y desacoplar la cubierta (160) de la parte (104) de la carcasa (102) al menos parcialmente en
respuesta al movimiento de la parte de la carcasa desde la posicion abierta a la posicion cerrada; girar la placa base
(110) alrededor de un eje de rotacion, en el que el eje de rotacion define un eje z, en el que la cubierta (160) puede
girar con la placa base alrededor del eje de rotacién cuando la parte de la carcasa (102) esta en la posicién cerrada
y cuando la cubierta esta acoplada a la placa base (110);

caracterizado porque el método comprende ademas:

proporcionar al menos un primer elemento magnético (172) acoplado operativamente a la placa base, y

proporcionar al menos un segundo elemento magnético (170) acoplado operativamente a la cubierta (160), en la que
el acoplamiento de la cubierta a la placa base (110) incluye el acoplamiento de el al menos un primer elemento
magnético (172) y el al menos un segundo elemento magnético (170).

13. El método de la reivindicacion 12, en el que el desacoplamiento de la cubierta (160) de la parte (104) de la

carcasa (102) incluye el acoplamiento de el al menos un primer elemento magnético (172) al al menos un segundo
elemento magnético (170).
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